
A16

■ 2019年3月25日 星期一

信息披露

isclosure

D

公司由博通有限整体变更设立，整体变更前后公司业务流程未发生变化。

公司的业务流程详见本招股意向书摘要“第三节 发行人基本情况”之“九、发

行人财务会计信息及管理层讨论分析”。

（七）发行人设立以来在生产经营方面与主要发起人的关联关系及演变情

况

公司自设立以来，在生产经营方面独立运作，除本招股意向书已经披露的

内容以外，与主要发起人不存在其他关联关系和重大关联交易。上述关联关系

及关联交易情况详见本招股意向书摘要“第三节 六、同业竞争与关联交易”。

（八）发行人出资资产的产权变更手续办理情况

本公司是依据《公司法》及有关法律法规的规定，于

２０１７

年

３

月

２０

日由博通

有限整体变更设立，博通有限的全部资产和负债由本公司依法承继。截至本招

股意向书签署日，博通有限资产权属证明文件已变更至公司名下，具体情况详

见本招股意向书摘要“第三节 五、公司的资产权属情况”。

三、发行人的股本情况

（一）本次发行前后的股本结构

本次发行前，公司总股本为

１０

，

４０３．５１５０

万股。 本次拟向社会公众发行不

超过

３

，

４６７．８３８４

万股普通股，占公司发行后总股本的比例不低于

２５．００％

。 本次

发行后公司实际控制人不发生变更，公开发行前后公司股本结构如下：

序号 股东名称 股份性质

发行前 发行后

所持股数（股） 持股比例 所持股数（股） 持股比例

１ Ｂｅｋｅｎ ＢＶＩ

外资股

３０

，

３４０

，

１０３ ２９．１６％ ３０

，

３４０

，

１０３ ２１．８７％

２

建得投资 外资股

９

，

５９１

，

０７８ ９．２２％ ９

，

５９１

，

０７８ ６．９１％

３

亿厚有限 外资股

８

，

０７９

，

１６６ ７．７７％ ８

，

０７９

，

１６６ ５．８２％

４

耀桦有限 外资股

６

，

８１７

，

４１２ ６．５５％ ６

，

８１７

，

４１２ ４．９１％

５

安析亚 境内有限合伙

６

，

５０５

，

０００ ６．２５％ ６

，

５０５

，

０００ ４．６９％

６

英涤安 境内有限合伙

５

，

５０５

，

０００ ５．１９％ ５

，

５０５

，

０００ ３．９７％

７

泰丰有限 外资股

５

，

２３３

，

１６７ ５．０３％ ５

，

２３３

，

１６７ ３．７７％

８

金杰国际 外资股

５

，

１１９

，

５３９ ４．９２％ ５

，

１１９

，

５３９ ３．６９％

９

普讯玖 外资股

３

，

７４０

，

８９６ ３．６０％ ３

，

７４０

，

８９６ ２．７０％

１０

武岳峰 境内有限合伙

３

，

７４０

，

８９６ ３．６０％ ３

，

７４０

，

８９６ ２．７０％

１１ Ｂｅｉｊｉｎｇ Ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ

外资股

１

，

８７０

，

４４８ １．８０％ １

，

８７０

，

４４８ １．３５％

１２

聚源载兴 境内有限合伙

１

，

８７０

，

４４８ １．８０％ １

，

８７０

，

４４８ １．３５％

１３ Ｆｏｒｅｂｒｉｇｈｔ Ｓｍａｒｔ

外资股

１

，

８７０

，

４４８ １．８０％ １

，

８７０

，

４４８ １．３５％

１４

金石灏汭 境内法人股

１

，

８７０

，

４４８ １．８０％ １

，

８７０

，

４４８ １．３５％

１５

帕溪菲 境内有限合伙

１

，

８５０

，

０００ １．７８％ １

，

８５０

，

０００ １．３３％

１６

ＤＹＮＡＭＩＣ

ＦＲＯＮＴＩＥＲ

外资股

１

，

７７６

，

９２０ １．７１％ １

，

７７６

，

９２０ １．２８％

１７

北京集成电路 境内有限合伙

１

，

１２２

，

２２７ １．０８％ １

，

１２２

，

２２７ ０．８１％

１８

中和春生 境内有限合伙

１

，

１２２

，

２２７ １．０８％ １

，

１２２

，

２２７ ０．８１％

１９

鸿发投资 外资股

９３４

，

７５６ ０．９０％ ９３４

，

７５６ ０．６７％

２０

鸿大投资 外资股

９３４

，

７５６ ０．９０％ ９３４

，

７５６ ０．６７％

２１

王加刚 境内自然人股

９００

，

０００ ０．８７％ ９００

，

０００ ０．６５％

２２

天津佳轩 境内有限合伙

７４８

，

１１７ ０．７２％ ７４８

，

１１７ ０．５４％

２３

北京柘量 境内有限合伙

７４８

，

１１７ ０．７２％ ７４８

，

１１７ ０．５４％

２４

深圳君翊 境内有限合伙

７４８

，

１１７ ０．７２％ ７４８

，

１１７ ０．５４％

２５

谢秋 境内自然人股

３７４

，

００７ ０．３６％ ３７４

，

００７ ０．２７％

２６

徐伯雄 境内自然人股

３６０

，

０００ ０．３５％ ３６０

，

０００ ０．２６％

２７

周都 境内自然人股

２６１

，

８５７ ０．２５％ ２６１

，

８５７ ０．１９％

本次拟发行流通股

－ － ３４

，

６７８

，

３８４ ２５．００％

合计

１０４

，

０３５

，

１５０ １００．００％ １３８

，

７１３

，

５３４ １００．００％

（二）前十名股东情况

截至本招股意向书摘要签署日，公司前十名股东情况如下：

序号 发起人名称 持股数量（股） 持股比例

１ Ｂｅｋｅｎ ＢＶＩ ３０

，

３４０

，

１０３ ２９．１６％

２

建得投资

９

，

５９１

，

０７８ ９．２２％

３

亿厚有限

８

，

０７９

，

１６６ ７．７７％

４

耀桦有限

６

，

８１７

，

４１２ ６．５５％

５

安析亚

６

，

５０５

，

０００ ６．２５％

６

英涤安

５

，

５０５

，

０００ ５．１９％

７

泰丰有限

５

，

２３３

，

１６７ ５．０３％

８

金杰国际

５

，

１１９

，

５３９ ４．９２％

９

普讯玖

３

，

７４０

，

８９６ ３．６０％

１０

武岳峰

３

，

７４０

，

８９６ ３．６０％

（三）前十名自然人股东及其在发行人任职情况

截至本招股意向书摘要签署日， 公司前十名自然人股东及其在发行人任

职情况如下：

序号 股东名称 所持股数（股） 持股比例 担任职务

１

王加刚

９００

，

０００ ０．８６５１％

监事

２

谢秋

３７４

，

００７ ０．３５９５％

无

３

徐伯雄

３６０

，

０００ ０．３４６０％

无

４

周都

２６１

，

８５７ ０．２５１７％

无

（四）本次发行前股东间的关联关系

截至本招股意向书摘要签署日，公司股东安析亚、英涤安、帕溪菲为员工

持股平台，执行事务合伙人为艾峦特，艾峦特为公司实际控制人及其一致行动

人控制的公司；

Ｂｅｋｅｎ ＢＶＩ

、安析亚、英涤安、帕溪菲为同一控制下企业；自然

人股东王加刚与周都为夫妻配偶关系； 自然人股东徐伯雄为公司实际控制人

之一

Ｐｅｎｇｆｅｉ Ｚｈａｎｇ

之岳父；

Ｂｅｉｊｉｎｇ Ｉｎｔｅｇｒａｔｅ

与北京集成电路是同一控制下企

业；鸿发投资和鸿大投资为同一控制下企业。 除上述关联关系外，本次发行前

股东间不存在其他关联关系。

四、公司的主营业务情况

（一）主营业务

公司的主营业务为无线通讯集成电路芯片的研发与销售， 具体类型分为

无线数传芯片和无线音频芯片。 公司目前产品应用类别主要包括

５．８Ｇ

产品、

Ｗｉ－Ｆｉ

产品、蓝牙数传、通用无线、对讲机、广播收发、蓝牙音频、无线麦克风

等。 上述产品广泛应用在蓝牙音箱、无线键盘鼠标、游戏手柄、无线话筒、车载

ＥＴＣ

单元等终端。 报告期内，公司主营业务未发生变化。

公司作为国内领先的集成电路芯片设计公司， 经过十余年的产品和技术

积累，已拥有完整的无线通讯产品平台，支持丰富的无线协议和通讯标准，为

包括多个世界知名品牌在内的国内外客户提供低功耗高性能的无线射频收发

器和集成微处理器的无线连接系统级（

ＳｏＣ

）芯片，并为智能交通和物联网等

多种应用场景提供完整的无线通讯解决方案。 未来公司将基于已有的技术积

累和市场资源，充分发挥公司产品种类齐全、应用方案完善、反应速度快等优

势，实现品牌价值的最大化，并布局智能交通、智能家居、智能穿戴等物联网市

场，进一步巩固公司在市场和技术上的领先地位。

近年来，公司的研发团队在多个领域取得显著成绩，先后获得了上海市科

技进步奖三等奖、上海市浦东新区科技进步奖二等奖、年度中国

ＩＣ

设计公司成

就奖、年度最佳无线产品奖、年度十大大中华

ＩＣ

设计公司品牌奖、十大最具发

展潜力中国

ＩＣ

设计公司等奖项。 同时，公司凭借优质的产品质量和服务，赢得

了品牌客户的广泛赞誉，树立了良好的品牌形象，营业收入和盈利水平均保持

在较高水平。 公司

２０１６

年、

２０１７

年和

２０１８

年分别实现销售收入

５２

，

３６２．２８

万元、

５６

，

５３２．１５

万元和

５４

，

６１２．０１

万元， 分别实现净利润

１０

，

４１２．１０

万元、

８

，

７４２．７３

万

元和

１２

，

３９１．１７

万元。

（二）主要产品

近年来，随着社会经济发展和居民消费水平提高，特别是互联网和移动

互联网的逐步普及，人们对无线连接的需求越来越迫切。从简单的控制命令

的无线传递，到高保真的音频信号的无线传输，甚至到高清晰度的视频信息

的无线通讯，电器无线化进程迎来飞速发展。 与此同时，无线领域相关的国

际标准和通讯协议不断完善， 相关产品和技术也因此得到了持续的快速发

展。公司作为国内领先的无线通讯集成电路芯片设计公司，长期专注于研发

设计高集成度、低能耗的无线数传类芯片产品和无线音频类芯片产品，产品

种类丰富，应用领域广泛，覆盖了从智能交通、智能家居、计算机外设等多个

领域。

公司的主要产品划分为无线数传类、无线音频类芯片，基本情况如下：

产品大类 应用分类 主要终端产品

无线数传

５．８Ｇ

产品

无线鼠标和键盘、无人机、遥控器、自拍器、玩具

ＥＴＣ

设备、

ＥＴＣ

加密设备、各类读卡器

Ｗｉ－Ｆｉ

产品 智能家电产品、无人机

蓝牙数传

健康娱乐用品（如智能体重秤，运动手环，手机自拍遥控杆）

家用电器（如电视遥控器）和功能手机产品

通用无线 蓝牙鼠标和键盘、游戏手柄、遥控器

无线音频

对讲机 无线对讲机、玩具对讲机

广播收发 收音机、手机、音箱

蓝牙音频

手机、

ＭＰ３

、

ＭＰ４

蓝牙立体声音箱

蓝牙音箱、耳机、其他蓝牙多媒体设备

无线麦克风 家庭多媒体音响系统、卡拉

ＯＫ

机

１

、无线数传类芯片

无线数传类产品作为智能设备互联互通必不可少的关键部件， 帮助实现

智能家居设备之间的互联互通， 让不同智能设备相互协作。 随着物联网的发

展，为无线智能终端设计的无线数传类芯片，将具备广阔的市场前景。

无线数传类芯片采用无线通讯的方法实现数据传送和接收， 公司产品主

要包括独立的射频收发器，集成微处理器（

ＭＣＵ

）的无线微控制器，符合国家

标准的高速公路不停车收费（

ＥＴＣ

）芯片组，以及支持完整通讯协议和安全协

议的低功耗蓝牙（

ＢＬＥ

）、传统蓝牙（

ＢＴ

）芯片等。

公司无线数传类产品主要应用于高速公路不停车收费（

ＥＴＣ

）、无线键盘

和鼠标、遥控手柄和无人机飞控等领域，终端客户覆盖了包括金溢科技、雷柏

科技、大疆科技等国内知名企业。

２

、无线音频类芯片

无线音频类产品采用无线通信的方法实现音频信号的传送和接收， 包括

独立的射频收发器， 集成音频信号采集、 播放、 编解码的无线音频系统芯片

（

ＳｏＣ

），集成经过标准化组织认证的射频和数字基带并集成音频信号采集、播

放、编解码的标准协议的音频蓝牙芯片和多款

ＣＭＯＳ

全集成收音机芯片等。

公司无线音频类产品主要应用于收音机、对讲机、无线麦克风、无线多媒

体系统、蓝牙音箱、蓝牙耳机和智能音箱等领域，终端客户包括摩托罗拉、

ＬＧ

、

夏普、飞利浦和阿里巴巴等。

（三）主要经营模式

本公司的主要经营模式为

Ｆａｂｌｅｓｓ

模式，即“没有制造业务、只专注于设计”

的一种经营模式。 采用该种经营模式的公司只从事产业链中的集成电路设计

和销售环节，其余环节委托给晶圆制造企业、封装和测试企业代工完成，公司

取得测试后芯片成品销售给客户，整体流程如下图所示：

１

、研发模式

公司的主营业务为无线通讯集成电路芯片的研发与销售， 以

Ｆａｂｌｅｓｓ

模式

为主要经营模式，因此产品设计与研发环节属于公司经营的核心流程，由研发

中心具体执行。公司的研发中心下设系统设计部、数字设计部、射频模拟部、版

图设计部、软件开发部、应用和方案部、技术支持部等七大部门，分工明确，相

互协作。 多年以来，公司已形成高度规范化的研发流程和质量控制体系，并根

据实际执行情况进行不断的完善和更新，全面覆盖产品开发立项、产品设计、

样品试产、量产推广等阶段，确保每项新产品研发的质量、风险、成本均得到强

而有效的管控。 公司产品的研发流程如下图所示：

（

１

）立项阶段

公司研发中心会结合市场调研分析、 产品技术创新诉求和目标客户新增

需求，进行新产品开发提案，并随后组织对新产品的市场定位、功能定位、技术

路线、知识产权、成本、盈利前景进行可行性研究，完成《可行性评估报告》，以

保证拟开发的产品符合市场需求并且成本具有竞争力。期间，研发主管会同总

经理、业务及运营主管对项目可行性研究结果进行评审。 立项后，研发中心安

排项目负责人，并根据人员需求计划成立研发项目组，确定详细的芯片规格、

技术指标、系统软硬件方案和项目进度安排，细化系统设计、电路设计、版图设

计、样品生产等阶段的任务分工及进度要求，最终形成合理的产品开发计划。

（

２

）研发阶段

研发项目组将根据产品开发计划的方案要求和既定的进度安排开展研发

工作， 以召开项目周会和项目协调会的方式， 组织解决研发过程中遇到的问

题，协调跨部门资源，保证项目研发工作的实施。 公司在研发阶段的各个环节

均设置了严格的质量检测标准，如发现产品设计存在缺陷，则需项目负责人协

调人员查明原因并提出相应修改方案，直到符合质量检测标准为止。在完成整

个研发阶段后，经总经理审批后，可进入样品试生产环节。

（

３

）样品试产阶段

样品试产阶段中，研发中心委托晶圆代工厂、封装测试厂依照与量产流程

相同的标准进行样品试生产。样品完成后，研发中心会组织对其进行严格的评

估测试，以确认产品满足可用性、可靠性、可扩展性、完整性等要求。 随后市场

人员将产品提供于目标客户进行试用， 由客户的技术研发部门对新产品功能

的应用性进行检验，如产品在应用方面存在缺陷，需重新返回产品设计阶段。

如产品各项指标均符合要求，则经过总经理审批后可进入量产阶段。

（

４

）量产阶段

新产品需通过公司销售中心及下游各经销商进行推广， 公司根据在手订

单和潜在需求对未来
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个月内的新产品需求进行预估， 根据预估值安排生

产计划和时间进度。完成产品交付后，公司安排专人定期提供技术支持与维护

工作，及时解决客户反馈的问题。

２

、采购模式

在
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模式下，公司专注于集成电路的设计，而芯片的生产制造、封装

测试则通过委外方式完成，因此公司需要向晶圆制造厂采购晶圆，向封装测试

厂采购封装、测试服务。目前公司的主要晶圆制造厂为中芯国际、华虹宏力等，

主要封装测试厂为长电科技、杭州朗迅、南通富士通、台湾久元和台湾全智等。

（

１

）供应商的选择

在开发阶段，公司经由网络、期刊杂志、展会及相关人士咨询等手段，获取

供应商信息并进行初步洽谈，要求供应商填写《供应商基本资料表》，并提供营

业执照及质量体系认证等证书。 公司会根据需要对供应商提供的产品参数或

样品质量进行确认。

在评估阶段，公司选择供应商主要考虑经营状况、质量管控、生产能力、技

术能力、业务配合、价格水平等多个评估因素。具体来说，公司会对供应商的业

务经营范围、市场占有率及诚信状况作出评估；了解供应商的质量管控系统是

否完善；判断供应商的设备和产能状况能否满足产品生产的需求；判断供应商

在新工艺和新产品的支持开发和解决能力； 评价供应商对应服务窗口的技术

水平和反应速度； 综合对比同类供应商的市场价格水平以及价格调整政策是

否合理等。

对于晶圆制造厂，由于该类公司技术导向性强、集中度高的产业特性，同

时从事晶圆代工具有较高门槛，必须具备较强的研发能力、品质保证能力、较

大的生产规模及丰富的生产经验。公司主要的供应商华虹宏力和中芯国际，均

拥有成熟、稳定的生产工艺，其产品的良率和一致性也保持着业内领先水平。

对于封装测试厂，公司会综合考虑各项评估指标，选择境内外最为符合要

求的供应商进行合作，境内如长电科技、杭州朗迅等，境外如台湾久元、台湾全

智等。

公司与各供应商之间保持了长期稳定的合作关系， 一方面有利于各供应

商对公司的各种需求进行高效快速的反馈，形成稳定的采购合作模式，同时也

使供应商的产能得到充分利用； 另一方面有利于提高产品开发过程中解决问

题的效率和新产品功能的可用性和可扩展性。

（

２

）采购管理

１

）请购流程：销售中心定期同生产运营部召开产销会议，由销售中心提出

最近
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个月的销售计划，其中包括公司在销产品的出货计划（时间

／

数量）、安

全库存数量，以及紧急需求提出。生产运营部在产销会议上提供各产品的库存

和在制品数量，与销售中心共同进行备货分析，如发现备货不足，则分析需求

数量，并汇总完成《产销会议记录》作为请购依据并留档备查。生产运营部根据

《产销会议记录》填写《晶圆生产请购单》和《芯片封测请购单》，交部门主管审

核。 审核通过后，可交由采购人员进行采购作业。

２

）采购流程：采购人员接到请购单后，应同销售中心和生产运营部对规

格、数量、产品版别、加工要求、需求日期等采购信息进行确认。确认无误后，采

购人员与两家以上的供应商进行价格咨询，结合品质、交期、服务、付款方式等

方面的要求，将询价、比价、议价的结果呈报部门主管核准。若采购项目为特定

技术或特殊产品限制而具有唯一供应商时，可免于询价、比价、议价流程。

如为委外加工采购，生产运营部会根据产品出货时间和数量需求，详细咨

询委外加工商的产能状况是否能够满足生产计划的需求， 并结合加工价格和

品质因素以及过往生产记录选择供应商。 采购人员需及时对 《生产采购价目

表》进行维护，根据核准的《晶圆生产请购单》或《芯片封测请购单》于
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系统

开立相应的“委外加工订单”，并经部门主管核准后，将正式采购单发送到供应

商处。 经供应商确认后，采购完成，转入生产循环，由生产运营部负责流程追

踪。生产采购进度由生产运营部负责跟踪，采购人员应定期同生产运营部确认

“委外加工单”的执行情况，以免发生有订单无加工的情况。

如为一般采购，采购人员在《合格供应商列表》中选择两家以上供应商进

行询价、比价、议价，根据采购项目的数量和性质，从中挑选在品质、价格、交期

和服务等方面符合要求的供应商。采购人员提交《物品（非生产用料）申购单》，

经核准后，直接由相关采购人员与供应商订定交付日期，完成采购。 根据供应

商提供的交期进行追踪，以免发生有订购而无进货或交货时间过长的情况。

３

）验收流程：

如为委外加工验收，验收需依据公司《供应商管理办法》规定，由供应商代

为进行品质检验，经研发人员确认后，转入量产测试，最终判定为合格的产品，

方可入供应商成品库做库存管理或由生产管理部安排出货。 供应商需定期向

质量管理人员提供相关测试报告，作为监控记录。委外加工成品出库的数量和

地点由生产运营部统一安排， 收货方依照供应商提供的出库单对所收货品进

行点收，确认收货信息正确后，于系统中生成相应的“入库单”。

如为一般采购验收，收货后由采购人员通知请购部门进行点验，核对相关

文件、确认产品规格及数量，经使用后确认质量符合采购要求，由请购人员签

字确认。 采购人员收到请购部门验收合格确认后，完成《请款单》，连同《物品

（非生产原料）申购单》及供应商提供的发票进入付款流程。 验收有异常时，由

请购部门通知采购人员联系供应商做退货或做重工处理。

３

、生产模式

（

１

）生产流程

公司产品从设计到上市主要经过样片试产、样片改进、批量生产三个环节。

１

）在样片试产阶段，公司研发中心在完成架构设计后将版图交与晶圆制

造企业，由生产运营部负责与晶圆制造、封装、测试相关企业进行商务沟通和

投片安排。晶圆制造企业根据设计版图进行样片流片，试生产完成后再交与封

装和测试企业进行封装测试，完成样片生产工作。

２

）在样片改进环节，销售中心向研发项目组提交试用和评测意见，项目组

根据样片测试情况调整产品设计并与代工厂商优化生产测试流程， 不断提高

产品质量和生产工艺水平，直到达到最终量产要求。

３

）在批量生产阶段，产品量产申请审批通过后，生产运营部根据市场需

求、晶圆生产周期和合理的存货水平确定采购量，向代工企业下订单进行批量

生产。在生产过程中，公司会向代工企业获取生产进度报告，跟踪生产进度。加

工完成并经过检测后，公司会将晶圆送至封装与测试厂商封装测试，并将测试

合格后的芯片产品入库。

（

２

）委外加工情况

１

）委外加工物资明细

公司委外加工物资明细如下表所示：

单位：万元

内容

２０１８

年

１２

月

３１

日

２０１７

年

１２

月

３１

日

２０１６

年

１２

月

３１

日

委外加工物资

－

原材料

－

无线数传类

９８９．７２ ３１３．８７ １

，

２４４．３０

委外加工物资

－

原材料

－

无线音频类

３６８．４３ ６２７．０３ １

，

６８２．１８

小计

１

，

３５８．１５ ９４０．９０ ２

，

９２６．４８

委外加工物资

－

在产品

－

无线数传类

５６９．３９ ５８６．８１ １

，

６４８．５５

委外加工物资

－

在产品

－

无线音频类

７７７．６１ １

，

３０９．７９ １

，

８７７．５４

小计

１

，

３４７．００ １

，

８９６．６０ ３

，

５２６．０９

２

）委外加工的定价依据

公司需要向晶圆制造厂采购晶圆， 以及向封装测试厂采购封装、 测试服

务。 采购价格均参照行业内平均价格，并根据当时市场环境协商决定。

晶圆制造采购的定价主要考虑：晶圆的尺寸大小、制造工艺的精密度、同

种工艺下的不同光罩材料选项和具体光罩层数的多寡等。 公司每年末会与主

要晶圆供应商对于下一年的采购情况进行沟通， 并结合公司销售的产品情况

就相关原材料的采购价格进行商议，协议降低相关晶圆的采购价格。

封装测试采购的定价主要考虑：封装形式的类别、封装产品的主要材料清

单、产品测试时间的长短和测试机台的应用、不同供应商的同种封装形式进行

比价等。 封装测试方面，公司会定期和主要的封装测试供应商进行沟通，结合

采购量和市场销售情况，协商降低封装测试的采购的价格。

３

）公司与委外供应商的合作关系

稳定的供应商体系对集成电路设计公司具有重要意义。通常情况下，晶圆

制造厂和封装测试厂一旦进入公司合格供应商资质清单， 便可纳入公司长期

的供应链体系中，并逐步发展与其建立更深层次的战略合作关系，一般而言不

会轻易更换。

同时，公司与各委外加工厂商合作时间长，建立了长期稳定的合作关系，

随着公司规模的不断扩大， 各晶圆制造厂和封装测试厂也同样需要吸引公司

这样资质良好，采购稳定且具有一定行业影响力的集成电路设计公司合作，因

此公司对委外加工具有越来越强的议价能力。

４

、销售模式

公司销售采用“经销为主、直销为辅”的销售模式，公司与经销商的关系属

买断式销售关系，即公司将商品销售给经销商后，商品的所有权已转移至经销

商。通过该销售模式可以使公司更好的专注于产品的设计研发环节，提高产业

链各个环节的效率。 报告期内公司通过经销模式实现的销售收入占总营业收

入的
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以上，占比保持稳定，且未来该销售模式不会发生重大变化。

（

１

）销售流程

１

）制定销售计划。销售中心依据产业市场信息、同业信息及公司往年经营

的实际业绩与配合客户销售状况，同时考虑公司新产品开发计划、公司的市场

优劣势、外在的竞争机会及威胁、自身资源，拟订公司未来一年的营业目标，并

制订销售策略及方针，呈总经理核决。各部门定期召开产销会议提供未来三个

月的销售需求，并作为生产运营部投片参考的数据，生产运营部依据汇总确认

后的销售计划安排投片和封测生产。

２

）订单处理。销售人员接获客户询价后，依《产品价格表》视客户需求提供

销售中心核准后的报价单，运营助理负责每月末对《产品价格表》进行维护。正

式接获客户订单后，检查订单各项内容是否齐全，根据库存情况与生产运营部

讨论可达成的交期，在取得确认后对客户订单进行回复。

３

）发货运送。对交易条件为款到发货的客户，生产运营部确认收到客户的

付汇水单后方可发货；对于授信客户，则在授信条件内发货；若客户授信条件

不足或尚未办妥授信程序，仍需要发货的，需要销售中心填具《超授信发货申

请单》，申请单笔额度，经部门主管核准后，安排客户提货。

４

）开票及收款。销售发票由
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系统依《发货单》自动生成，由部门主管根

据订单和出货记录审核后，寄送给客户。财务部在收到客户的汇款通知或票据

时，由运营助理确认款项，经部门主管审核后，完成账务处理。财务部根据每月

银行对账单，核对银行余额与帐列数是否相符。

（

２

）经销商的作用

集成电路设计企业的通常采用经销为主、直销为辅的销售模式，经销商是

集成电路产业链中重要、不可或缺的角色，是上下游产业的联系纽带。 具体作

用体现在以下几个方面：

１

）快速拓展集成电路设计公司的销售渠道

经销商经过多年的市场经营，积累了一定的客户资源，能够协助集成电路

设计公司更有效的拓展市场， 使公司开发的产品与终端应用客户的产品快速

结合。 尤其面对客户众多、规模不一、要求千变万化、订单较为零散的市场，利

用经销商优秀的客户拓展能力，能高效地完成产品营销，而集成电路设计企业

自身拥有较大的市场营销团队则并不经济。对于新产品，通过经销商销售能快

速覆盖主要市场，缩短了新产品市场拓展的时间，能够高效、快速的占领新兴

市场，节约集成电路设计公司的市场推广费用。

２

）更加高效的进行客户维护及售后服务

部分经销商具有一定的产品方案解决能力， 能够为终端客户提供完整解决方

案，降低客户产品开发成本和生产制造成本，支持终端客户加快研发进程、优

化产品，提高产品竞争力。尤其对于产品种类多样，应用面广，客户数较多的集

成电路设计公司，经销商能够更快更好的提供产品的售后服务，更便捷有效的

满足终端客户需求，提供本地化支持。

３

）保证集成电路设计公司运营效率，提升核心竞争力

经销商能够更专业有效的协助集成电路设计公司完成市场的开拓、 客户

维护、售后服务等产品销售方面的一系列重要工作，使得集成电路设计公司能

够将更多的人力、资金投入到产品的研发中去，开发出更优秀的产品，快速提

升集成电路设计公司的核心竞争力。

５

、盈利模式

公司通过委外加工方式取得芯片成品后再销售给下游经销商或终端客户

获得盈利。 单一产品利润空间随产品生命周期波动，通常而言，新产品刚面世

时，价格较高，毛利率维持在较高水平；随着量产规模的扩大，价格相应下降，

毛利率出现下降趋势，直到产品更新换代时，毛利率回到较高水平，维持整体

利润空间。 为保障盈利能力，公司将重点关注如下几点：

（

１

）技术创新拓宽品类，有效降低研发成本

技术创新是公司的立足之本，也是公司拓展全新产品品类、提升公司业务

规模的重要源泉。通过技术创新，公司不仅可以为市场提供满足客户要求的产

品和解决方案，还可以在行业内建立先发优势，对客户需求起到引导作用。 同

时，公司模块化的研发流程有效缩短了新产品的研发周期，提升响应速度，降

低研发成本，最终有利于形成良性的产品价格体系，维持稳定的利润空间。

（

２

）产业链优化配置

公司与知名的晶圆制造厂、封装测试厂和经销商形成长期合作关系，确保

公司在产品和技术研发、质量控制、产能利用、采购成本、销售价格等方面能取

得产业链上下游一定程度上的支持，专注于集成电路设计领域，巩固行业领先

地位，提升市场准入门槛，实现全产业链协同效益最大化。

（

３

）产品更新换代提升盈利能力

集成电路设计行业中单一产品的价格和毛利率水平往往伴随其产品生命

周期形成一定波动。公司在不断推进技术升级的同时，会推动产品增加功能的

多元化程度和更新换代速度，引导市场需求，提升盈利能力。

（四）公司销售情况

１

、主营业务收入分产品构成

报告期内，公司销售收入及占比分产品情况如下：

单位：万元

产品应用

２０１８

年度

２０１７

年度

２０１６

年度

类别 收入 占比 收入 占比 收入 占比

无线数传类

２２

，

２３５．５１ ４０．７２％ ２４

，

３９５．９７ ４３．１５％ ２４

，

６３８．９２ ４７．０５％

５．８Ｇ

产品

７

，

６２１．２３ １３．９６％ ６

，

７０１．９８ １１．８６％ ７

，

５３９．３６ １４．４０％

Ｗｉ－Ｆｉ

产品

９５５．５３ １．７５％ ９８０．６ １．７３％ － －

蓝牙数传

４

，

９４２．８０ ９．０５％ ５

，

６２２．０１ ９．９４％ ６

，

４９０．５１ １２．４０％

通用无线

８

，

７１５．９５ １５．９６％ １１

，

０９１．３７ １９．６２％ １０

，

６０９．０５ ２０．２６％

无线音频类

３２

，

３７６．５０ ５９．２７％ ３２

，

１３６．１８ ５６．８５％ ２７

，

７２３．３５ ５２．９５％

对讲机

５

，

１３４．５４ ９．４０％ ６

，

４４２．６９ １１．４０％ ４

，

８７１．２０ ９．３０％

广播收发

１

，

８３１．５４ ３．３５％ ２

，

６８４．５２ ４．７５％ ２

，

７８９．１８ ５．３３％

蓝牙音频

２２

，

１６３．７４ ４０．５８％ ２０

，

４７８．７８ ３６．２３％ １８

，

８２９．３４ ３５．９６％

无线麦克风

３

，

２４６．６８ ５．９４％ ２

，

５３０．１９ ４．４８％ １

，

２３３．６４ ２．３６％

总计

５４

，

６１２．０１ １００．００％ ５６

，

５３２．１５ １００．００％ ５２

，

３６２．２８ １００．００％

２

、主要产品产销情况

公司自身不从事生产活动， 通过对未来

３

个月的市场预测情况进行备货，

通过委外加工的方式完成订单的生产安排， 报告期内公司主要产品的产销情

况如下：

项目

２０１８

年度

２０１７

年度

２０１６

年度

产量（万颗）

无线数传类

１４

，

４５３．５７ １４

，

８５２．１２ １６

，

４４０．７９

无线音频类

１６

，

５７９．０５ １４

，

８７２．９２ １４

，

７３８．７４

销量（万颗）

无线数传类

１３

，

３２１．８６ １５

，

４５１．４７ １５

，

１８０．７０

无线音频类

１５

，

２７０．３２ １５

，

４５５．１５ １４

，

４７０．６４

３

、主要产品平均价格情况

报告期内，公司无线数传和无线音频类芯片产品平均价格情况如下：

项目

２０１８

年度

２０１７

年度

２０１６

年度

平均价格

（元

／

颗）

无线数传类

１．６７ １．５８ １．６２

无线音频类

２．１２ ２．０８ １．９２

变动比率（

％

）

无线数传类

５．７０％ －２．７２％ －８．１２％

无线音频类

１．９２％ ８．５３％ ２９．２０％

４

、公司销售的区域分布

报告期内，公司主要产品区域销售情况如下：

单位：万元

地区

２０１８

年度

２０１７

年度

２０１６

年度

收入 占比 收入 占比 收入 占比

大陆

９

，

３５３．５７ １７．１３％ ３０

，

４３１．９０ ５３．８３％ ２３

，

１７５．０３ ４４．２６％

台湾

２

，

１３５．８４ ３．９１％ ２

，

４６５．５１ ４．３６％ １

，

４８２．６６ ２．８３％

香港

４３

，

０２８．１６ ７８．７９％ ２３

，

６１５．６０ ４１．７７％ ２７

，

６９０．８９ ５２．８８％

其他

９４．４４ ０．１７％ １９．１４ ０．０３％ １３．７０ ０．０３％

小计

５４

，

６１２．０１ １００．００％ ５６

，

５３２．１５ １００．００％ ５２

，

３６２．２８ １００．００％

５

、公司销售模式构成

报告期内，公司按销售模式分类的销售情况如下：

单位：万元

地区

２０１８

年度

２０１７

年度

２０１６

年度

收入 占比 收入 占比 收入 占比

经销

５０

，

８９４．２８ ９３．１９％ ５１

，

２３２．４９ ９０．６３％ ４８

，

６６１．３３ ９２．９３％

直销

３

，

７１７．７３ ６．８１％ ５

，

２９９．６６ ９．３７％ ３

，

７００．９５ ７．０７％

总计

５４

，

６１２．０１ １００．００％ ５６

，

５３２．１５ １００．００％ ５２

，

３６２．２８ １００．００％

６

、报告期内前五大客户销售情况

报告期内，公司向前五大客户销售情况如下：

年份 序号 客户名称

是否为经销

商

不含税金额

（万元）

占比

２０１８

年

１

芯中芯 是

１８

，

５４０．２７ ３３．９５％

２

博芯 是

１７

，

１２０．２９ ３１．３４％

３

宏科特 是

４

，

５９９．６６ ８．４２％

４

瀚威德 是

４

，

１４１．０２ ７．５８％

５

聚波达 是

２

，

５４０．３３ ４．６５％

合计

４６

，

９４１．５７ ８５．９４％

２０１７

年

１

芯中芯 是

１８

，

２２６．７３ ３２．２４％

２

博芯 是

１６

，

０３６．７３ ２８．３７％

３

宏科特 是

５

，

７８１．２２ １０．２３％

４

瀚威德 是

３

，

７７９．９９ ６．６９％

５

集贤 是

２

，

６２２．２４ ４．６４％

合计

４６

，

４４６．９０ ８２．１６％

２０１６

年

１

芯中芯 是

１８

，

６５４．６５ ３５．６２％

２

博芯 是

１５

，

５０８．６６ ２９．６２％

３

宏科特 是

４

，

４７３．０８ ８．５４％

４

集贤 是

３

，

６０６．１０ ６．８９％

５

瀚威德 是

２

，

２０２．０３ ４．２１％

合计

４４

，

４４４．５１ ８４．８８％

注：

１

、

Ｓｙｍｓｔａｒ

（

ＳＺ

）

Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ Ｃｏ．

，

Ｌｉｍｉｔｅｄ

，

ＨｏｎｇＫｏｎｇ Ｂｅｌｏｎ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ

Ｃｏ．

，

Ｌｔｄ．

， 深圳博芯科技股份有限公司为同一控制下企业，因此合并计算为博

芯；

２

、无线大国际（香港）有限公司、深圳市芯中芯科技有限公司、

Ｙｏｎｇｓｈｅｎｇ

Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ

（

ＨＫ

）

Ｃｏ．

，

Ｌｔｄ．

为同一控制下企业，因此合并计算为芯中芯；

３

、 深圳市瀚威德科技有限公司、

Ｒｏｄｉｎｔｅｃｈ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ Ｌｉｍｉｔｅｄ

为同一控制

下企业，因此合并计算为瀚威德；

４

、

ＨＫＴ Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ Ｃｏ．

，

Ｌｔｄ

、 深圳市宏科特电子科技有限公

司为同一控制下企业，因此合并计算为宏科特；

５

、 深圳市集贤科技有限公司、

Ｇａｔｈｅｒ Ｇｅｎｉｕｓ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ

（

ＨｏｎｇＫｏｎｇ

）

Ｌｉｍｉｔｅｄ

、

Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ Ａｓｃｅｎｔ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ Ｌｉｍｉｔｅｄ

为同一控制下企业， 因此合并计算

为集贤；

６

、

Ｇａｔｅｗａｙ Ｔｅｃｈ Ｃｏｍｐａｎｙ Ｌｉｍｉｔｅｄ

、 深圳聚波达科技有限公司为同一控

制下企业，因此合并计算为聚波达。

公司与主要经销商的合作情况如下：

序号 客户名称 经销产品 开始合作时间

１

芯中芯

５．８Ｇ

产品、广播收发、蓝牙音频、蓝牙数传

２００９－１０－２７

２

博芯

５．８Ｇ

产品、广播收发、蓝牙音频、蓝牙数传、通用无线

２０１１－０８－２６

３

宏科特 对讲机、广播收发

２０１１－０８－２３

４

瀚威德 无线麦克风、广播收发

２０１３－０４－１６

５

集贤 广播收发、蓝牙音频、蓝牙数传、通用无线

２００９－１０－２７

注：

１

、

Ｓｙｍｓｔａｒ

（

ＳＺ

）

Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ Ｃｏ．

，

Ｌｉｍｉｔｅｄ

，

ＨｏｎｇＫｏｎｇ Ｂｅｌｏｎ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ

Ｃｏ．

，

Ｌｔｄ．

， 深圳博芯科技股份有限公司为同一控制下企业，因此合并称为博

芯；

２

、无线大国际（香港）有限公司、深圳市芯中芯科技有限公司、

Ｙｏｎｇｓｈｅｎｇ

Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ

（

ＨＫ

）

Ｃｏ．

，

Ｌｔｄ．

为同一控制下企业，因此合并称为芯中芯；

３

、深圳市瀚威德科技有限公司、

Ｒｏｄｉｎｔｅｃｈ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ Ｌｉｍｉｔｅｄ

为同一控制下

企业，因此合并称为瀚威德；

４

、

ＨＫＴ Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ Ｃｏ．

，

Ｌｔｄ

、深圳市宏科特电子科技有限公司

为同一控制下企业，因此合并称为宏科特；

５

、深圳市集贤科技有限公司、

Ｇａｔｈｅｒ Ｇｅｎｉｕｓ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ

（

ＨｏｎｇＫｏｎｇ

）

Ｌｉｍｉｔｅｄ

、

Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ Ａｓｃｅｎｔ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ Ｌｉｍｉｔｅｄ

为同一控制下企业， 因此合并称为

集贤。

报告期内，公司采用经销为主、直销为辅的销售模式，与各大经销商合作

情况良好。由于各经销商均在业内积累了一定的客户资源，并能协助集成电路

设计公司更有效地拓展市场， 因此公司向前五大客户销售金额较大且集中度

较高，符合行业特性。

报告期内， 随着公司营业规模的扩大， 公司主要经销商采购金额有所增

加。同时公司在向本公司采购后，对于部分产品，还需进行简单加工、烧录程式

代码或组装为模组，以提供完整方案给终端客户，公司与主要经销商均保持了

较长时间的合作，报告期内，公司的主要经销商保持稳定，公司对单一客户不

存在重大依赖。

（五）主要产品的供应情况

１

、主要原材料采购及能源供应情况

公司专注于集成电路的设计，而芯片的生产制造、封装测试则通过委外方

式完成。其中硅片晶圆的生产由晶圆代工厂完成，而芯片的封装测试由封测厂

完成。 由于公司不直接从事生产活动，不采购生产所需的能源。

２

、公司采购构成情况

公司报告期内采购构成情况如下：

单位：万元

项目

２０１８

年度

２０１７

年度

２０１６

年度

晶圆等材料成本

３０

，

２９１．３１ ２２

，

２８４．０９ ３０

，

３０８．９６

封装和测试

１１

，

２５７．０１ ９

，

２７４．９９ １０

，

９６６．９９

ＭＡＳＫ

、模治具等

１

，

６４７．２７ ８７５．３３ １

，

０３４．７１

合计

４３

，

１９５．５８ ３２

，

４３４．４２ ４２

，

３１０．６６

报告期内，公司采购主要内容包括晶圆制造、封装和测试。通常情况下，公

司根据在手订单和潜在需求对未来

６

个月内的新产品需求进行预估，根据预估

结果及市场需求提前进行采购。 报告期内，晶圆供货时有紧张，因此公司采购

情况有所波动。

２０１６

年底，原材料晶圆产能较为紧张，公司为了保持供货稳定性，加大了

采购力度，因此采购金额有所增加。

２０１７

年公司采购额较

２０１６

年度有所下降，

主要原因系

２０１６

年公司备货较为充足， 管理层根据库存情况和需求调减了

２０１７

年的晶圆生产计划和封装测试生产计划所致。

２０１８

年公司为应对市场，主

动进行备货，导致公司

２０１８

年采购较

２０１７

年有所上升。

３

、报告期内前五大供应商采购情况

报告期内，公司向前五大供应商采购情况如下：

年份 序号 供应商名称 采购内容 不含税金额（万元） 占比

２０１８

年

１

联华电子股份有限公司 晶圆

１２

，

００５．８５ ２７．７９％

２

中芯国际集成电路制造有限公司 晶圆

７

，

１０１．０５ １６．４４％

３

上海华虹宏力半导体制造有限公司 晶圆

５

，

６１４．５５ １３．００％

４

东琳精密股份有限公司 封装测试

３

，

４６５．６５ ８．０２％

５ Ｓｉｌｔｅｒｒａ Ｍａｌａｙｓｉａ ＳＤＮ．ＢＨＤ

晶圆

３

，

１８４．９６ ７．３７％

合计

３１

，

３７２．０６ ７２．６３％

２０１７

年

１

中芯国际集成电路制造有限公司 晶圆

１０

，

６７０．７２ ３２．５９％

２

上海华虹宏力半导体制造有限公司 晶圆

６

，

７４６．７３ ２０．６１％

３

江苏长电科技股份有限公司 封装测试

２

，

６８３．９７ ８．２０％

４

杭州朗迅科技有限公司 封装测试

１

，

６７３．７５ ５．１１％

５

杭州品矽科技有限公司 晶圆

１

，

６６５．６４ ５．０９％

合计

２３

，

４４０．８１ ７１．６０％

２０１６

年

１

中芯国际集成电路制造有限公司 晶圆

１６

，

４４５．９２ ３８．８７％

２

上海华虹宏力半导体制造有限公司 晶圆

１１

，

５９３．７５ ２７．４０％

３

江苏长电科技股份有限公司 封装测试

３

，

１８２．１８ ７．５２％

４

全智科技股份有限公司 封装测试

１

，

８０４．４４ ４．２６％

５

杭州朗迅科技有限公司 封装测试

１

，

７１４．３５ ４．０５％

合计

３４

，

７４０．６５ ８２．１１％

注：

１

、上表中中芯国际集成电路制造有限公司采购的不含税金额为博通集成

向其上海子公司、北京子公司和天津子公司采购的合计数；

２

、联华电子股份有限公司采购的不含税金额为为博通集成向其台湾公司、

新加坡子公司采购的合计数。

报告期内，公司与各大晶圆制造厂和封装测试厂合作情况良好。由于晶圆

制造厂和封装测试厂属于资本和技术密集型产业， 符合供应商条件的厂商较

为有限， 因此公司向前五大供应商采购金额较大且集中度较高， 符合行业特

性。 公司向单一供应商采购金额占比均没有超过

５０％

，因此，对单一供应商不

存在重大依赖。 公司供应商主要为行业内知名企业，采购价格符合市场标准。

公司供应商均不存在不具备生产资质与公司进行交易的情形。

公司结合行业特性和自身特点，联合生产运营、稽核、研发等多个部门共

同拟定了供应商相关的内部控制相关文件， 努力提高公司长效解决机制等制

度建设，确保公司的供应商选择、品质管控、争议解决等问题得以落实。报告期

内，公司同主要供应商的合作关系良好，公司关于采购及供应商管理、生产经

营流程、产品质量保证、核心技术保密的等方面的相关内控制度健全，且相关

制度均得以有效执行。

公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员以及主要关联方或持有公

司

５％

以上股份的股东不存在在上述供应商中占有权益的情形。

公司主要供应商中芯国际持有中芯聚源股权投资管理有限公司

３０％

股

权， 中芯聚源股权投资管理有限公司持有上海聚源慧智股权投资管理合伙企

业（有限合伙）

７０％

股权，上海聚源慧智股权投资管理合伙企业（有限合伙）为

持有公司

１．８０％

股份股东聚源载兴的普通合伙人。

五、公司的资产权属情况

（一）固定资产

１

、固定资产概况

截至

２０１８

年

１２

月

３１

日，公司固定资产情况如下：

单位：万元

项目 折旧年限（年） 原值 累计折旧 减值准备 账面价值 成新率

房屋及建筑物

２０ ５

，

９９０．２３ １

，

１００．７０ － ４

，

８８９．５２ ８１．６２％

办公、电子设备及其他

３－５ １

，

４４４．１７ １

，

０５３．２０ － ３９０．９７ ２７．０７％

运输设备

５ ３８．９６ ３５．０７ － ３．９０ １０．０１％

合 计

７

，

４６１．２６ ２

，

１８８．９７ － ５

，

２８４．３９ ７０．８２％

２

、房屋建筑物

截至

２０１８

年

１２

月

３１

日，发行人具有以下房屋所有权及土地使用权：

序号 所有权人 房产证号 坐落位置 建筑面积（㎡） 规划用途 取得方式

１

博通

沪（

２０１７

）浦字不动

产权第

０８９８６０

号

张东路

１３８７

号

４１

幢

１０１

（复式）室

１３１６．６１

办公

购置

（

２０１４

）

２

博通

沪（

２０１７

）浦字不动

产权第

０８９８６２

号

张东路

１３８７

号

４１

幢

１０２

（复式）室

１１９９．７２

办公

购置

（

２０１４

）

备注

因上海地区原房地产权证统一换发为不动产权证书的原因，故发行人原房地产权证书变更为

不动产权证书。 发行人房屋所有权和土地使用权坐落、权利类型、权利性质、用途、面积、使用

期限等其他信息不变

截至

２０１８

年

１２

月

３１

日，发行人租赁房屋的具体情况如下：

序

号

承租方 出租方 坐落位置

建筑面积

（㎡）

用途

租赁费用

（元

／

月）

租赁期限

１

博通深圳

分公司

港科大研究

开发（深圳）

有限公司

深圳市南山区粤兴

一道

９

号香港科大

深圳产学研大楼

３１０

、

３１１－１

４２８．３２

办公

２５

，

６９９．２

２０１８．１１．０１－

２０１９．１０．３１

２

博通香港

福昌企业管

理顾问股份

有限公司

台北市内湖区基湖

路三十五巷四十九

号二楼之一

１２１．７５

坪（

１

坪

＝３．３０３７８

㎡）

办公

每月

１２７

，

７５０

元新台币

２０１７．２．１５－

２０２０．２．１４

（二）无形资产

１

、主要无形资产情况

截至

２０１８

年

１２

月

３１

日，公司无形资产账面金额如下：

单位：万元

项目 取得方式 摊销年限 账面原值 累计摊销 账面价值

特许使用权及

软件

外购

３－５ ２

，

６６８．６８ ２

，

５１４．５１ １５４．１８

合 计

２

，

６６８．６８ ２

，

５１４．５１ １５４．１８

报告期内， 公司与

Ｓｙｎｏｐｓｙｓ

、

Ｒｉｖｉｅｒａ Ｗａｖｅｓ Ｓ．Ａ．Ｓ

、

ＣＥＶＡ Ｄ．Ｓ．Ｐ．Ｌｔｄ

、

Ｃａｄｅｎｃｅ Ｄｅｓｉｇｎ Ｓｙｓｔｅｒｍｓ

（

Ｉｒｅｌａｎｄ

）

Ｌｉｍｉｔｅｄ

等公司签署了许可协议或采购协

议，对公司研发过程中使用的软件及技术许可进行购买，并按照协议支付相关

费用。

（

１

）商标

截至

２０１８

年

１２

月

３１

日，公司拥有注册商标共

３

项，具体如下：

（下转

A17

版）

（上接

A15

版）


